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‚Smart Factory‘ gilt als Hightech-Strategie für Indus- 
trie 4.0, mit der Elektronikfertiger flexibler auf die Trends 
des Marktes reagieren können.   
Vision oder längst Realität? Wagen Sie mit Rehm einen 
Blick in die Produktion von morgen!

Weitere Informationen:  www.rehm-group.com

Titelbild

Die Fachzeitschrift PLUS  
ist das Organ folgender 
Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V. 
Tel. +49 8563 9788908 
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

1462

InTernaTIonal  
MIcroelecTronIcs  
anD packagIng socIeTy – 
Deutschland e.V. 
Tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de

1539

DVs – Deutscher Verband  
für schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49 211 1591-0 
michael.weinreich@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de

1569

Forschungsvereinigung  
räumliche elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49 911 5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1552

1472
Fachverband elektronik-Design e.V. 
Tel. +49 30 8349059 
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband pcB  
and electronic systems
Tel. +49 69 6302-437 
pcB-es@zvei.org, www.zvei.org

1514

Fachverband electronic  
components and systems 
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Moderne Design-Tools erleichtern die Abstimmung  
von DDR4-Signalpfaden 1557

Acht Schritte zu einer erfolgreichen  
Leiterplattenentwicklung 1560

Patente 1568

FORUM

Entdecken und abwehren illegaler Drohnen 1570

Microelectronics Saxony – Innovation trifft auf Erfahrung 1572

Statistiken, Benchmarks und Marktanalysen  1580

Kolumne: Pustekuchen 1587

PLUS-Firmenverzeichnis 1590

Im Heft redaktionell erwähnte Firmen 1618

Inserentenindex 1620

Stellenmarkt 1621

Mediadaten 1622

Impressum 1623

Produkt des Monats 1624

1483
eIpc – Der europäische  
elektronik-Verband  
Tel. +31 43 344087-2 
www.eipc.org

Erfolgreiches Leiterplattendesign spart Entwicklungszeit sowie Kosten 
und erkennt Integritätsprobleme früh im Entwicklungsprozess 

1560


